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4.3 PROSES ELECTROPLATING

1. Menghilangkan kerak atau noda,

Persiapan mekanis pada permukaan,
Pembersihan secara fisik,

Pencucian,

Pencelupan asam untuk pembersihan secara
KIMia,

Pencucian,

Electroplating,

Pencucian, dan

Pengeringan.
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4.4 LIMBAH ELECTROPLATING
4.4,1 Karakteristik Limbah Electroplating

» Seluruh material dalam proses pencucian
electroplating memberikan kontribusi
limbah pada arr.

Pencucian electroplating dapat berisi Cu,
Ni, Au, Ag, Zn, Cd, Cr, Pt, Sn, Pd, Fe, PDb,
K, Na, dan amonia.



v Komponen-komponen anion kerap muncul
diantaranya karbonat, borat, fluoborat,
sianida, tartrate fluorida, pospat, klorida,
sulfida, sulfat, nitrat, dan sulfamat.

v" Selanjutnya, beberapa larutan plating
mengandung berbagai logam lain. Seluruh
material tersebut mempunyai kontribus
pada limbah cair dari unit-unit
electroplating.



4.4.2 Teknologi Pengolahan Limbah

Tahel 4.1 Teknologt pengolahan linbah

Mo, | Masalah pengolahan Teknologt Pengolahan
lighah
| | Menghilangkan dan’ | Prestptast hdroksida, presipiiast sulfat
atan metlhkan permikara on
garam terlant Filtrast membran, insoluble starch zanthates,

penyerapan tanah, penyerapan karbon, permilihan
electrolit, presypitas pH tnga




Menghilanglkan garatn
terlart untuk
penggunaan wlang ai

Pembalilzan osmosis

Petrlthan prozes Electrodialysis
PENCUCIAN
Menghilangkan organis | Dekotnposist aerobik, penyerapan karbon,

PENYErapan res.

Menghancurkan sianida
dan stanat

Olgsidasi eleldrlormia, oksidas klorn, oksidas
menggunakan ozot, oksidasi menggunakan ozon
dengan radiast ultra violet, oksidas

menggunakan HaOs.

Menghentilan
penghilangan zat padat

Flotas1, sentrifugas, ultra filtras1, sedimentast,
filtras1 tanah diatomaceous.




7 | Sludge dewatering | Sentrfugasy filtrast tekanan, filtrast tanah
datotnacens,
Pengertngan endapan dasar, filtras vakum
i | Pengurangan keotniun | Redukst elekdrokitnia
9| Konsentrast dan Evaporas
perilihan proses kimia
10 | Penghilangan minyak | Sentrifugasy, penggabungan, flotas, skmmmng,

ultra filtrast




4.4.3 Pencegahan Keamanan

Sebagian besar operasi pembersihan,
pengawetan, dan penyepuhan
(plating) dapat memberikan
peningkatan gas-gas toxic, vapour,
asap, semprotan, dan lain-lain yang
dihilangkan menggunakan ventilasi
yang sesual.



» Penghilangan semprotan dan gas
Khususnya sangat penting untuk larutan
asam sianida dan asam kromik.

» Tindakan pencegahan khusus harus
diambil dalam menangani larutan asam
sianida, fluobirat, dan kromik untuk
menjamin bahwa zat-zat tersebut tidak
menyentuh kulit maupun mulut atau
menimbulkan bau yang menyengat.
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